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1. は じ め に

最近の木質ボード分野の材料開発で注目されるものの一つに,ウェファーボードと配向性パーティクルボ

ード (OSB)の開発をあげることができる｡ 前者は構成要素を大きくする (すなわち,30-80mm 角､厚

さ 0.7mm 程度のウニファーを構成要素に用いる)ことによって, また後者はパーティクルに配向性を付

与することによって,ともに強度的な性能を高めた材料である｡これら材料の比重はいずれも0.6-0.8であ

って,従来のパーティクルボードと大差がないが,比強度 ･比ヤング率が向上していると言える｡しかし,

パーティクルボードやファイバーボードの基本的な欠点である水分に対する厚さ方向の膨潤性は必ずしも改

善されていない｡むしろ,ウニファーボードの場合には,低比重原料を過度に圧縮するため,寸法安定性が

悪くなっている｡

原料パーティクルは熱圧工程で大なり小なり局所的に圧壊される｡水分 ･熱がともに非定常下では木材が

著しく可塑性を増すことを利用して,パーティクル相互の密着性を高め,接着効率を良くするためである｡

しかし,固定された変形 (セット)は水分に出会うと再び回復する傾向があり,このためボードは常に潜在

的な膨潤性を有する｡

ボードの低比重化は,この潜在的な膨潤性を低減するばか りでなく,加工性や施工性を高め,さらに断熱

性を向上させるのに極めて有効な技術である｡ここでは,パーティクルボードの低比重化がどこまで可能で

あるかを製造技術上の観点から論じるとともに,低比重ボードの諸特性について述べる｡さらに,ボードの

低比重化技術に関連する2,3の材質改良技術についても触れたい｡

2. パーティクルボー ドの低比重化はどこまで可能か?

パーティクルボードの製造はおよそ図 1のような工程を経る｡各工程においてボードの材質に影響を及ぼ

す因子をあげているが,低比重化において最も重要な工程はパーティクルの調製工程と接着剤の塗布工程で

ある｡

*第43回木研公開講演会 (昭和63年5月20日,大阪)において講演した｡

**木質材料部門 (ResearchSectionorWoodComposite)
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sicalproperties
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図 1 パーティクルボードの製造工程1)と材質に影響する因子

2.1 接着剤の影響

低比重ボードの製造には,パーティクル相互の密着性がある程度不十分な場合においても強い結合力を発

揮する接着剤が必要である｡最近,フェノール樹脂にかわる高耐水性 ･非ホルマリン系接着剤として開発さ

れたイソシアネート樹脂は反応性が高く,水との反応で炭酸ガスを放出して発泡する｡このため,接着剤の

材内-の過度の浸透が妨げられ,有効接着面積を増 し,微量塗布あるいは低密着性のもとでも優れた接着結

合力を発揮する｡したがって,イソシアネート樹脂は,現在のところ,低比重ノミ-ティクルボードの製造に

最も適した接着剤であると考えられる｡

Crude-MDI(平均官能基数 2.3)をベースにポ リエーテル型ポリオール (平均分子量 3,000,水 酸基数

3)を適宜混合してポリメリック型 イソシアネート樹脂接着剤を調製 し,遊離のイソシアネート基 (NCO)
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含有量 (接着剤中に占める NCO重量比)がボードの材質に及ぼす影響を調べた結果を図2および図3に

それぞれ示す2)｡用いた原料は気乾状態の ラワソリングフレーク (ShJreaSpP..比重0.4)であり,接着剤

を8%添加している｡ 図よりボードの曲げ剛性は接着剤中のイソシアネート基 (NCO)含有量の増加と共

に増加する傾向にあるが,NCO含有量が5%のものを除くと漸増する程度であって,あまり大きな差はな

い｡厚さ膨張率など寸法安定性に関する性質も,力学的性質の場合と同様な傾向を示し,NCO含有量5%

の接着剤を除けば遊離の NCO含有量の影響はほとんどみられない｡ このことは,たとえば貯蔵中に空気

中の水分との反応によって接着剤中の NCO含有量が多少低下しても常に安定した ボードの材質が得られ

ることを示し,接着剤を合成あるいは使用する立場からすれば極めて扱い易いと接着剤であるといえる｡

NCO含有量が5%の場合,増粕が早く,予め接着剤を合成できないためにパーティクルへの噴霧の際に

混合するワンショット法を用いている｡この場合,MDIとポリオールの反応も熱圧工程で進行すること,

また NCOの大半が水分との反応によって消費されることなどの理由により,接着剤が十分高分子化せず,

結合力が著しく低下するものと思われる｡

ポリメリック型イソシアネート樹脂接着剤の添加率と低比重ボードのはく離強度ならびに24時間浸水試験

後の厚さ膨張率との関係を,図4および図5にそれぞれ示す3)｡はく離強度は接着剤添加率が増すとともに

一次的に増加し,同じ添加率で比較した場合には,高比重 (高圧縮比)ボードのはく離強度が高い｡また,

パ-ティクルの調製法や形状,品質等の影響も大きい｡
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これに対して,厚さ膨張率は接着剤の添加率の増加とともに急激に低下し,寸法安定性は向上するが,前

述のはく離強度にみられたようなパーティクルの調製法や形状,品質等がおよぼす影響は小さい｡接着剤の

添加率が支配的な因子であると考えられる｡

2.2 原料比重の影響

熱圧工程でのパ-ティクル相互の密着性は原料パーティクルの比重 (.or)に対するボード比重の比,すな

わち,圧縮比に依存する｡したがって,ボードの低比重化は原料比重に負うところが大きく,従来のホルマ

リン系接着剤では圧縮比1.0-1.2が限界とされている｡

イソシアネート樹脂接着剤を用いた場合のボードの低比重化の限界を調べた｡すなわち,比重の異なる各

種原料パーティクル (0.2-0.7)を用いて,比重0.1-0.9のパーティクルボードを製造した4)｡曲げ強度と

ボード比重ならびに圧縮比の関係を図6および図7に示す｡同様の関係をはく離強度について示すと図8お
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注)パーティクル寸法 :30×7×0.5mm

接着剤添加率 :10%

よび図9のとお りである｡当然ながら,ボードの低比重化には低比重原料を用いた方が有利である｡これら

の図から力学的性能の発現が認められる圧縮比の下限値は0.5であり, イソシアネート樹脂の接着性能発現

の下限値がこのあた りにあることが推察される｡従来の,+,)レマ.)ソ系接着剤に比べると,下限値をおよそ半

分まで下げることができる｡ 構造用ボードに要求されるはく離強度 (3kgf/cm2 以上)を得るのに必要なボ

ードの比重は,バルサ,ラワン,アピトンの場合でそれぞれ0.2(圧縮比 1.0),0.3(同0.75),および0.45

(同0･64)であり,原料樹種 (比重)によって多少の違いはあるが,通常用いる原料の範囲では0.7-0.8程

度の圧縮比が必要であると考えられる｡
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吸水厚さ膨張率とボード比重の関係を図10に示す｡吸水が十分進行した時点 (31日間長期浸水)での厚さ

膨張率は,同一原料のあいだではボード比重と比例関係が認められる｡これを圧縮比との関係でみると図11

のとおりである｡図より吸水厚さ膨張率は圧縮比に比例し,原料樹種 (比重)に依らない｡すなわち,低圧

縮ボードのほうが厚さ方向の寸法安定性に優れていると言える｡
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2.3 パーティクル形状の影響

長さ (A),幅 (a),および厚さ (a)の変動が極めて小さい各種形状のラワンパーティクル (比轟o.4)杏

用いて,比重0･4の低比重ボードを製造し,/く-ティクル形状の影響を調べた5)｡結果を図12および図13に

示す｡図より,ボードの曲げ強度はパーティクルの長さの増加に伴い,また厚さの減少に伴って増加する｡

パーティクルの幅の曲げ強度-の影響は必ずしも明瞭でないが,全般に Wの大きい場合には曲げ強度が低

下する傾向が認められる｡ディスクフレーカーによって正確に切削されたパーティクルを用いるならば,長
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図13 はく離強度に対する/ぺ-ティクルの形状効果

注)右 (I),∂:パーティクルの長さ,幅,厚さ

原料 :セラヤ (比重 0.4)
ボード比重 :0.4 接着剤添加率 :lo劣

さ 20mm 以上,厚SLO.5mm 以下の形状の範囲で .TIS200タイプを上回る曲げ強度を有する低比重ボー

ドの製造が可能である｡

他方,ボードのはく離強度に対するパーティクルの形状効果をみると,∂の影響がとくに著しい○すなわ

ち,∂の増加に伴い,また 1と(.,の減少に伴って,はく離強度は増加する｡

さて,このようなパーティクルの形状効果を破壊力学的に考察すれば,ある程度合理的に説明することが

できる｡パーティクルの積層構造において,その周縁部が形成するボード内の空隙 (不連続部分)は一種の

欠陥であると考えられる｡ボードの曲げ強度に対し,特異性が大きく支配的であると考えられるのは,パー

ティクルの木口である｡ この場合の欠陥寸法はパーティクルの厚さ∂および平均幅 2W/7Tの積･すなわち

断面掛 こ比例すると考えると,曲げ強度は,理論に従えば 欠陥寸法の0･5乗に反比例する｡ 一一j1-JL,パーテ

ィクルの長さ 吊五木｡面で形成される欠陥の分散に関係する最であって一 が小さくなると欠陥の力学的効
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巣が相互に影響しあう結果,強度を低下させる｡理論によると, この場合の強度変化はおよそ ).の平方根

に比例する｡これらの考え方をまとめると,曲げ強度は (Tr〃2∂a･)0･5に比例することになる｡

同様に,厚さ方向の引張応力の場における欠陥寸法は }xwに比例し,またパーティクル間の単位面積当

りのはく離強度が接着剤の塗布量,つまり,近似的にパーティクルの厚さに比例的であると考えると,はく

離強度は ∂(スW)-O･5に比例することになる｡

図14および図15はこれら形状因子と曲げ強度 ならびにはく離強度の関係をプロットしたものである｡図

から,はく離強度は ∂(lw)-O･5と一次関係 (r-0.91)が認められ,上述の破壊力学的な取 り扱いが合理性

をもつことがわかる｡他方,曲げ強度は全体的にみて (7rl/2∂(I))0･5と直線関係にない｡ しかし,A-10mm

を中心とする破線内のデータを除外すれば,かな り良い直線性 (r-0.86)を示 している｡このことは次のよ

に理解される｡すなわち,パーティクルの長さが 】Omm 程度まで短 くなると,欠陥の出現頻度が極端に多

くなり,ボードの厚さ方向に欠陥が重なって現われるため,単純な欠陥寸法による理論値よりも著しく低い

応力で破壊が生 じる｡ さらに, この傾向は断面積の極端に大きい W-7mm,a-0.7mm の場合,長さ 30

mm の範囲にまで及んでいると考えることができる｡
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以上の結果を踏まえ,接着剤の添加率,原料比重,パーティクルの形状などの因子がボードの材質に及ぼ

す寄与の度合を重回帰分析によって推定すると,次のようになる4)｡ 曲げ強度ならびに曲げヤング率はボー

ド比重およびマットの見かけ比重の2つの説明変数により予測が可能である (R2-0.90)｡マットの見かけ

比重は ('TA/2∂W)0･5/.0,と高い相関 (r--0.85)が認められ, これが複雑な原料比重 ･形状因子を把握する

のに非常に簡便なパラメーターとなり得ることが判明した｡はく離強度はボード比重の2乗および原料比重

を説明変数にすることに よって,高い精度 (R2-0.93)で予測が可能である｡ また,吸水厚さ膨張率は接

着剤の添加率,圧縮比,パーティクルの厚さおよび長さの4説明変数によってある程度説明できる (R2-

0.70)｡

2.4 パーティクルの調製方法の影響

･Jl-ティク′レの品質は製造機械によっても大きく影響を受け,原料樹種 (比重)を形 状が同 じであって

も,ボードの材質に違いが現われる｡前述までのデータは主としてディスクフレーカーを用いて内部損傷を
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最小限度に押さえたパーティクルによるものであった｡しかし,これはパーティクルが理想に近い状態に調

製されたものであって,実際の生産ラインではこれらの材質にどこまで近づき得るかということが問題とな

ろう｡

図16は同一樹種 (モラヤ,比重 0.4)を各種のフレーカーによ り製 造 したパーティクルを用いたボード

(比重 o･4)の曲げ強度を比較したものである｡ パーティクルの寸法形状が多少異なるため,厳密な比較は

できないが,ボードの曲げ強度は Disk flake> Drum aake> Ring nake の傾向が認められる｡ 一般に,

これはパーティクルの品質と比例的であると考えられるが6),一方,生産性は反比例する｡

00lー■L

(P

JJB
q
)

軸

怒
.ト
一
項

ChiDPer - Drum Veneer
FlakerDisk Disk Drum Drum Ring Ring

+HM. +HM

1(m) 20 15 17 13 12 20
3(rrm) 05 0.5 05 05 05 05

図16 パーティクル製造機械の曲げ強度に及ぼす影響

注)H.M.:-ンマ-ミル

1.∂:パーティクルの長さ,厚さ

接着剤添加率 :lo劣

合板で製造工程で排出される各種の廃材を原料として,わが国のボード工場で最も一般的に用いられてい

るリングフレーカーによりパーティクルを調製 し,これより製造した比重0.3-0.5の低比重ボードの材質を

図17,18および 19に示す7)｡原料パーティクルの調製方法ならびに投入されたチップと製造されたパーティ

床木城柑a
剥き芯 (DiskChipper)1b
単板瑞相C
合板瑞相 d
剥き芯 (斧剖)●
利き芯 (Drum Flaker)I

0.3 .4 .5

気 乾 比 重

図17 常態曲げ強度とボー ドの気乾比重の関係

注)原木 :セラヤ (比重 0.4)

接着剤添加率 :10%
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5

(
P

J
J
B
q
)
雌

懲

轟

>

f
)

0.3 .4 .5

気 乾 比 重

図18 は く離強度 とボー ドの気乾比重の関係

注)原木 :セラヤ (比重 0.4)
接着剤添加率 :10%

立切IJl4 単板切伽 ヰ 単板故斬 ヰ 定尺裁断

[垂画 [垂司 包 匝 画

守bl｣~七丁-A--
ドラムチッバーチ
｣｢

スタチッバー単板チッパー
｢~~~~~~リングフレーか-

elI竿____｣r=--.
ドラムフレーか-

フレーク状J<-ティタル

図20 実験に用いた各種合板工場廃材 と

その調製方法

15

%

0Ll

線
禁
塗

れ
敬

老昏

原木靖柑 ■
刺さ芯 (DiskChipFEr)b
坤板涌け C

合板頒材 d
剥き芯 (帯鋼)●
刺さ芯 (DrumF)aker)f

0.3 .4 .5
気 屯 比 JL

図19 吸水厚さ膨張率 とボー ドの気乾比重の関係

注)原木 :セラヤ (比重 0.4)

接着剤添加率 :10%

単位mrn.()内は標準偏差

鹿科の種類H a b c a e I

パーティクルの平均長さ
13.0 13.7 25.9 15.1 29.0 17.0
(6.1)(6.9)(9.2)(5.9)(15.a)(8.0)

パーティクルの平均郎 (S:i:H::払(苦:紘(g:i:日路(苫霊)
1)記号 a～fは第20図参照

0

0

0

4

3

'
-

仙叫
骨
幹
e
q
(
Z

y
小
-

,V

0

10 20 30 40 50

チップの平均長さ(lI)

図21 投入チップおよび調製 されたパーティクルの

平均長 さの関係

注)図中の記号は′く-ティクルの種類 (第20

図参照)を,また区間は標準偏差を示す｡

クルの平均長 さの関係をそれぞれ図20および図21に示 した｡図か ら,調製 されたパーティクルの平均長 さは

投入チップの繊維方向の長 さに比例 し,およそその 2/3程度になることがわかる｡原木端材,剥き芯を原料

とするボー ドは力学的性能,寸法安定性 ともに最 も優れた性質を示す｡単板端材を原料 とするボー ドの場合

には上述の 2原料に比べては く離強度が低 く,また吸水厚さ膨張率 も高い｡一方,合板端材の場合には,寸

法安定性に優れる反面,曲げ性能の低下が顕著である｡

2.5 パーティクルの配向効果

低比重パーティクルボー ドは軽量かつ寸法安定性が高い反面,曲げ性能が若干劣ることが問題である｡ こ
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の欠点を補 う手段としては, 1)パ-ティクルに配向性を与える8-,2)ボードに十分な厚みを与えて,破壊

耐力を増やす9),3)単板をオーバーレイする9),ことなどが考えられる｡

ここでは,高圧静電場を応用して製造された配向性低比重パーティクルボードの曲げ強度および曲げヤン

グ率を図22および図2銅こ示す8)｡比童0.4のセラヤならびにポプラボードの配向方向曲げ強度および曲げ

ヤング率は 220k.0,.f/cm2 ぉよび 50tonf/cm2 であり,また条件に よってはそれ以上に高めることも可能で

ある｡一一万,カブールボードでは圧縮比が低すぎるために,配向の有無にかかわらず,十分な強度が得られ

ない｡

(P
3
J
JB
ぎ

O
L
x
)
櫛
.6
八
㌢
ヒ
領

0.25 0.30 0.35 0.bo o.h5

ボード気乾比重

図22 配向性低比重パーティクルボードの

曲げヤング率

注)原料比重 :セラヤ0.35,ポプラ

0.35,カブール0.59
接着剤添加率 :10%
下部電極配向方式による｡

ThickneJH OfpArticle8
serAyJL FopIJLr

o;0.36ml O三0･32m
a:0.52 ･･ D…0･57
o!0.73u Ji〇･86

,.__=/-:-茎二 …二-_-
Random

/′board糾

0.25 0.30 0.35 0.ho o.h5

ボード気乾比重

図23 配向性低比重パーティクルボードの

曲げ強度

注)原料比重 :セラヤ0.35,ポプラ

0.35,カブール0.59
接着剤添加率 :lo劣

下部電極配向方式による｡

3. 低比重パーティクルボー ドの性能

3.1 耐水性能

イソシアネート樹脂を用いた低比重パーティクルボ-ドの煮沸処理 (湿潤曲げB試験)後の曲げ強度残存

率はおよそ60%前後であり,フェノール樹脂接着剤と同等以上の性能を示す4-7,9)0

耐水性能を厚さ方向の寸法安定性の面からみると,図24,25,および26のとおりである｡図24は長期の水

中浸漬試験における低比重パーティクルボードの厚さ膨張率の経時変化を示している9)｡図より,厚さ膨張

率は約 100時間までの対数に対してほぼ直線的に増加するが,その後3週間以上浸演を継続しても膨張率は

殆ど変化しない｡23日間の水中浸演に対して,すべての試料の厚さ膨張率は10%以下の値を示している｡

図25は乾湿繰 り返し試験におけるボードの厚さ膨張率の変化を示 している9)｡乾燥時の熱や乾湿繰 り返し

柾ff-･う内部応力の変化などが加わるため,前述の常温水中浸演にくらべると苛酷な試験になっているが,10

サイクル処理後の湿潤時厚さ膨張率は5-11%程度である｡さらに,これを気乾状態に戻したときの,ボー

ドの厚さ膨張率,すなわち,不可逆的な膨潤は比重0.3,0.Al′および0.5についてそれぞれ2.2,4.5および

5.2%であ り,従来のボードに比べて極めて小さいと言える｡

図26は米国の ASTM (DIO37)に準じて促進劣化試験を行った場合の厚さ膨張率の変化を示している10)0

この促進試験は温水浸漬-スチーミソグ-凍結-熱風乾燥- スチ-ミング-熱風乾燥を, 2日間 lサイク

ルとして計 6サイクルの処理を行 うものであ り, 3年間の屋外暴露に相当するといわれている｡DIN,BS,
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5 10 50 100 500 hrs.
0.5 1 4 7 14 23 days
浸 漬 時 間

図24 長期水中浸漬時のボードの厚さ膨張率

数字はボードの厚さを示す｡

あるいは APA などに規定される同種の試験に比べて最も苛酷な試験法であるが,処理後の低比重パーテ

ィクルボードの厚さ膨張率はわずか 7%に過ぎない｡比重0･7･T,～0･79の市販の各種ボードの厚さ膨張率が数

10%以上に及ぶのに比べて,著しく改善されている｡原料パ-ティクルにアセチル化処理を施すと,腐朽 ･

白蟻に対する抵抗力が増すだけでなく,寸法安定性がさらに向上する10-12)｡

3.2 断熱 ･保温性能

低比重パーティクルボードの熱伝導特性値を示すと表 1のとおりである13)｡表には低比重パーティクルボ

ードとともに各種建築材料のデータを引用し,比重に供した｡低比重ボードの熱伝導率および熱拡散率につ

いて概略次のようなことが言える｡比重0.3および0.4の低比重ボードの熱伝導率は比重0.26のインシュレー

ションボード値と同程度であり,発泡ポリスチレンやグラスウールなどには及ばないものの,優れた断熱材

である｡

一方,外気温の変動に対し室温を一定に保つ保温性能の優劣は,熱拡散率 (熱伝導率を密度および比熱で

除した値)によって求められ,表 1によると,低比重パーティクルボードをはじめとする木質ボードが他の

建築材料に比べて,圧倒的に優れている｡たとえば,低比重ボードの熱拡散率は,石こうボード,煉瓦, コ

ンクリートなどの無機材料の1/2-1/8,また発泡ポリスチレンやグラスウールなどの断熱材の1/10-1/So程

度であり,アルミニウムなどの金属材料に比べると,わずか 1/1,000.に過ぎない｡ さらに,保温性能は材料

の厚さの2乗に比例して向上するため,木質パネル類の中でも熱拡散率が最も小さいうえ,厚物の製造が可

能な低比重パーティクルボードは極めて優れた保温性能を発揮すると考えられる｡
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w d w d w d w d w15d w d w d

5
dWdWNd

処 理 時 間

図25 乾湿繰返し時のボードの厚さ膨張率

荏)
気乾比重 t 0.3 1 0･4
端 材≒030△4(‖⑳30A40

03□芯普む単板張◇30 L㊥30
数字はボードの厚さを示す｡

Dry:60℃ の恒温器内 24hrs
Wet:25℃ の水中浸漬 24hrs

図26 促進劣化処理による低比重ボードの厚さ膨張率の変化

* コア MDI,フェイス PMF接着剤を使用

注)市販 UF ボ-ドは第 1サイクルスチーム処理 に

よって崩壊｡
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表 1 各種建築材料の熱伝導特性値

材 料 密度 比熱 熱伝導率 熱拡散率

kg/m3 kcal/kgoC kcal/mhoC m2/h

グラスウール

フォームポリスチレン

インシュレーションボード

バガスパーティクルボード

低比重パーティクルボード

ラワン合板

--ドボード

石こうボード

煉瓦

石綿セメント板

コンクリート

ガラス板

アル ミニウム板

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

6

6

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

3

3

4

6

9

9

7

8

0

1〇
7

1

1

2

2

2

0

0

2

2

2

2

2

2

7

0

3

1

9

,1

2

3

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

9

2

1

【LJ
8

3

2

LLJ
8

4

5

3

6

8

3

0

0

8

0

0

0

0

0

0

1

1

1

5

3

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

o

o

o

o

L

o

o81

0.012

0.0039

0.00048

0.00054

0.00036

0.00035

0.00049

0.00042

0.00074

0.0016

0.00072

0.0029

0.0014

0.32

3.3 耐火性能

JISA1304｢建築構造部分の耐火試験方法｣に準 じて行った木質パネルの耐火性能を図27に示す｡この

耐火試験は標準火災温度曲線に沿った温度下に試験体の片面を晒し,裏面への燃え抜けあるいは火災危険温

皮 (260℃)到達時間を求めるものである｡低比重パーティクルボードに限らず,通常のパーティクルボー

(
令
)

匝

皆
f
山

瀬

¥
楽

0 2 3 4
面密度(g/cm2)

図27 木質パネルの耐火性能 (.JISA1304)

工 パーティクルボード (Lab.scale):比重 0.7,6-30mm

● 低比重パーティクルボード (Fullscale):比重 0.3-0.4,30-40mm

△ 市販パーティクルボード (Fullscale):比重 0,7,15-30mm◇合板 (Fullscale):比重 0.5(推定値),5-50mm
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ドや合板をも含めた木質パネルの燃え抜け時間は面密度に比例し,すべて同一-線上にプロットされる13-15)O

この試験方法によると,石綿スレート板,ケイ酸カルシウム板,石こうボード,セメソト板などの無機系防

火材料の耐火性能は木質系パネルと同等かむしろ劣っている｡ 木質パネルに30分耐火の性能を与えるには

1.5g/cm2程度の面密度が必要である｡これを外挿すると,2時間耐火には 3.5g/cm2以上の面密度が要求

されるから,比重0.4の低比重/i-ティクルボードでは 100mm 程度の厚さが必要になるO 辛い,最近厚物

ボードを短時間で成型する技術 (蒸気噴射プレス法)の開発研究が急速に進展している16-｡蒸気噴射プレス

法を用いると,厚さ 100-300mm のボードの熱圧時間は2分前後であることが数値解析によって予測され

ており,このような厚物ボ-ドの生産は必ずしも不可能ではないと思われる｡

4. お わ り に

ボードの低比重化の可能性を,主として製造技術の観点から検討し,あわせて低比重ボードの特長を概説

した｡現在,低比重ボードは住宅部材として使用されている｡さらに,ラワン合板によるフラッシュパネル

に替わる家具用コア材料としてもー部使用されている｡ また,､コンクリート打設時に型枠材料として使用

し,そのまま内壁材として一体化するなどの建築工法の改善をほかるための検討も進められている｡

厚さ 100mm 程度の厚物低比重ボードを外壁および内壁下地材を兼ねた壁パネル,あるいはまた床パネ

ルとして使用すれば,耐力 ･耐水 ･耐火性能に優れ,ログ-ウスやソリッドパネルと同様の優れた断熱 ･保

温性能,吸放P,.性能,遮音性能などが期待できるなど多くの点で高性能化が可能であり,工業化住宅の構造

部材として卓越した性能を発揮すると考えられる｡
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